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Abstract: This paper proposes a method to improve the speed and efficiency in detecting defects in electronic 

component boards that are produced in an automated factory by first creating a template that has every 

component graphed and given a variable and then utilizing a Genetic algorithm to compare the data collected 

by a mounted camera on the manufacturing line to the template.  All variations from the template would be 

defects.    
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１． はじめに 

工場における実用に十分な処理速度と一定の

信頼性を確保した電子基板の良品判別の方法に

ついて考えることは検査コストを考慮する上で

重要である。ここでは、一定の速度でベルトコ

ンベアを流れる電子基板の良否判別を行うこと

を考察主題とするが、ベルトコンベアの流れを

妨げない程度の処理速度を確保することは重要

な課題となる。 

良品基板（検査済み基板）と検査基板（検査

前基板）の差分画像を対象として、部品の挿入

漏れを検出する。データ量を減らすために良品

基板と検査基板のエッジ画像から差分画像を作

成する。 

正確な差分画像を作成するためには良品基板

と検査基板の座標が画素単位で一致する必要が

あるがこれを実現することは困難であるので、

ぼかしの技法を取り入れた差分画像の作成方法

を考える。 

速い処理速度と高い信頼性を確保するための

良否判別の基本的な考えは、単純化を計ること

が肝要であるとの考えから、ここでは、人手に

よって検査の終了した良品基板 Gを用意し、良

品基板の画像 iGと検査用基板Cの画像 iCとの差

分画像 icを作成することによって挿入欠損電子

部品の特定を行う。 

   

 

良品基板画像 検査用基板画像 差分画像 

 

図 1 差分比較 

 

データ量を可能な限り減らすために基板Gと

C の画像 iG,,iC はエッジ画像とする。差分画像を
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得るためには iGと iCの x,y 軸が合致する必要が

あるが、一般に電子部品のエッジ画像は複数画

素の集合から構成されるので iG,iCの原点が完全

に一致するように x 軸と y 軸を重ねることは困

難である。このため、ほぼ原点が一致した 2 枚

の iG,iC画像の差分を基に欠損部品を推定する必

要ある。ここでは輪郭のあいまいな 2 枚の画像

の差分画像から欠損部品を特定する手法につい

て考察する。 

 

図 2 システム構成図 

 

２. 位置合わせ 

 

iGと iCの差分画像を求めるには iGと iCの原点

を合わせる必要がある。ここではあらかじめラ

ンドマークを G 基板と C 基板に設定し、ランド

マークを目印に座標合わせを行う。 

 

3．部品の座標特定 

 

3.1 パーツの位置の特定 

電子部分の自動挿入機械がデータとして保有

する、各部分の位置情報を利用する。 

3.2 同じ位置情報を持つ部品の照合 

 G 基板と C 基板の電子部品は同じ位置情報が

実装の段階で与えられているのでこれを利用す

る。 

 すなわち同じ位置情報を持つ部品は同じ電気

的特性を持ち同じ形状でなければならない。 

ここでは同じ位置情報を持つG基板とC基板

上の部品の形状及び面積を比較して挿入不良か

否かの検査を行う。 

 

図 3G 基板と C 基板上の部品領域の面積比較 

 

 つぎに全てのパーツ領域についての評価値

Viを求める。V(i)を式(1)で表す。 

V(i)＝|CG(i) – CC(i)|     (1) 

 

3.3 部品欠損の判断 

 ある閾値を定め、パーツ領域ごとの評価値

V(i)が閾値以下なら部品が正常に挿入されてい

ると判断する。一方、閾値を超えてパーツ領域

では部品が欠損または抜け落ちていると判断さ

れる。 

 

4．課題  

 

提案した座標の位置合わせを実験により検証

し、実現可能な手順を発見する。電子基板の検査

にGAが有効か否かを検討する。 

 

5．結論 

 

二つの画像データの形式やサイズが同じでな

くても,位置合わせは可能だが、サイズが違いす

ぎると位置合わせできないことがある。 

本稿をまとめるにあたり欠損部品の判別にフ

ァジイ論理と考えるに至った。 
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